
9月22日，2026杭州云栖大会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭在主题演讲中，将AI模型、AI芯片、AI云定义为“机器智能”时代的三
大基石，并用一个比喻点出芯片的位置：“如果说Token是AI时代的电，芯片就是发电机。”

同日，这家公司给出了“发电机”清单的最新一页：平头哥发布新一代训推一体AI芯片真武V900，并首次公开倚天服务器CPU的产
品路线图。平头哥方面称，其数据中心核心芯片已覆盖AI芯片、服务器CPU、互联、网络和存储等环节。

■新快报记者 郑志辉
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算力、网力、存力全面自研
阿里亮出“中国芯”新家底

单芯片性能提升至三倍

据介绍，真武V900基于自研并行计

算架构设计，搭载216GB大容量显存，片

间互联带宽达 1200GB/s，单芯片性能为

上一代真武M890的3倍，原生支持FP8、
FP4 低精度计算，可覆盖万亿级参数大

模型的训练与推理全场景。吴泳铭称，

这是目前中国算力性能最强的AI芯片。

按照规划，该芯片将于 2027年第一

季度量产售卖，并在阿里云数据中心规

模化部署。

V900 通 过 平 头 哥 自 研 的 ICN
Switch互联芯片实现千卡全带宽高速互

联，具备原生内存语义与内存统一编址

能力，上千颗芯片可像一颗“超级芯片”

协同工作。

与之配套的新一代磐久超节点服务

器，集成真武V900、ICN Switch、磐脉智

能网卡及镇岳 SSD 主控芯片，实现算、

存、网全栈系统级协同，结合阿里云新一

代网络架构，单一集群可扩展至 50万卡

规模。

上一代产品已经过验证：基于M890
的超节点已大规模应用，跑通Qwen3.8、

Kimi K3等超 2万亿参数大模型。截至

2026年6月，真武系列已服务超过650家

企业客户。

吴泳铭表示，由于平头哥芯片产品

线的成熟和客户的广泛应用，其AI芯片

年出货量将大幅提升。

CPU路线图首次公开

Agent 的任务规划、状态管理、工具

调用、代码沙箱与多Agent编排高度依赖

CPU，海量数据的预处理与吞吐同样离

不开它。

平头哥此番首次公布倚天服务器

CPU 规划：2027 年推出倚天 720 和倚天

730两代产品，前者将实现单核性能、核

密度与能效的全面提升，后者首次基于

全自研 CPU 微架构设计，单核 SPECint
2017/GHz 性能最高可达倚天 710 的 1.4
倍；后续还将推出搭载第二代自研核的

倚天 750，支持自研 ICN 片间互联总线

协议，使CPU与真武AI芯片直接互联。

加 上 真 武 AI 芯 片 、倚 天 服 务 器

CPU、ICN Switch 互联芯片、磐脉智能

网卡、镇岳存储主控芯片，平头哥方面称

已实现算力、网力、存力的数据中心核心

芯片全栈自研。

模型开始反哺芯片设计

芯片之外，阿里首次集中展示“芯

片—模型—云”协同飞轮，其中一项是

模型参与芯片设计：仅基于一份真实

的芯片模块规范，Qwen3.8-Max自主

运行超过60小时、调用EDA工具逾万

次，完成从功能架构设计、验证到物理

实现的完整流程，将模块物理面积压缩

42%。而更好的芯片硬件又将加速模型

智能的持续突破，在芯片和模型间形成

一个自主迭代的循环。

反向优化同样发生在推理侧。在真

武 M890 上，Qwen3.8-Max“从零适配”

全新模型并交付可运行的推理栈，相较

首个可用版本，长文本首 Token 延迟与

每输出Token延迟分别下降47%和60%，

日常对话场景单实例吞吐提升96%。

来自云上业务的需求，也在反向影

响下一代芯片的产品路线。规划中的

倚天 730 面向 AI Head Node 强化单核

性能，倚天 720 则以 192 核支持 Agen⁃
tic Rack 的大规模并发执行；后续倚天

750 还将通过 ICN 总线与真武 AI 芯片

直接互联，提高协作效率。下一代训

推一体 AI 芯片真武 V900，则进一步面

向更大模型和更长上下文升级。配合

超节点架构与云平台优化，这些硬件

能力将为后续模型训练、推理和 Agent
服务提供支撑。

吴泳铭表示，当前客户 AI 需求强

劲，行业中长期需求远超供给能力，全

球 AI 数据中心相关供应链的紧缺仍在

限制算力增长速度。阿里巴巴将与合

作伙伴共同投入AI基础设施建设，目标

是到 2032年，阿里云运营的全球数据中

心规模超过 20GW，以满足快速增长的

AI需求。

新快报讯 记者郑志辉报道 9月 21
日午间，东莞黄江镇安世半导体（中国）

有限公司厂区内，工人们惬意漫步，享受

难得的秋凉。一年前那场全球罕见的

“930”风暴，似乎已不足介怀。在他们身

后，封测产线上，12英寸晶圆单片有效芯

片产出已达 8英寸的 2.2至 2.5倍。一年

之间，安世中国经历了从“被断供”到“自

主闭环”的极限突围。

一场被逼出来的国产化重构
2025 年 9月 30日，荷兰经济事务与

气候政策部对安世半导体全球 30 个主

体实施为期一年的运营冻结。随后阿姆

斯特丹企业法庭裁决暂停时任 CEO 张

学政职务、将闻泰科技所持大部分股权

交由第三方托管，安世荷兰与安世中国

进入事实“分治”状态。

闻泰科技随即依法反击：2026 年 5
月依据反外国制裁法起诉安世相关主体

及管理人员，索赔暂计 80 亿元；8月底，

东莞中院裁定冻结对方 21.39 亿元财

产。7月的中荷经贸混委会上，双方同意

推动企业协商化解纠纷。

法律应战的同时，安世中国区业务

走向独立运营。但东莞封测厂这座占全

球出货量约 70%的最大单体工厂，一度

因境外晶圆断供面临“无米下锅”。公司

最初引入国内头部晶圆厂资源，验证却

“不足以达到车规级标准”，被迫转向全

面导入 12 英寸晶圆工艺平台——单片

成本显著下降，但涉及产品结构、架构与

制造逻辑的系统性重构。

生产端国产化同步推进：部分购自

飞利浦时期的设备已迭代至第三代，核

心零部件均可国产替代；投资 1.24亿元

的新产线设备全部国产化，无锡封测基

地以国产装备为主，承接原东南亚工厂

品类。如今“国产晶圆＋东莞封测”的闭

环逐步成形。客户端，公司签署多份

MOU、完成审厂与资质迁移；由于车规

变更周期长达一至两年，部分海外客户

仍自供晶圆、委托东莞封测。

代价写在财报里：闻泰科技 2026年

上 半 年 营 收 15.14 亿 元 、同 比 下 降

94.02%，归母净亏损4.06亿元；晶体管靠

前期库存交付，MOSFET则依托东莞产

能爬坡。

用12英寸重新定义行业价格
2026 年 5 月底，闻泰科技董事长

杨沐宣布安世中国独立运营体系基本

搭建完成。8 月 23 日，公司连发三大

产品线新品，其中 12 英寸双极型二极

管、三极管的研发量产，被称全球首

家掌握。

今年以来功率半导体行业均价同比

上涨15%至20%，安世中国却反向出牌：8
月提出主流产品降价10%至20%、部分高

价值产品降幅达 30%。公司将此比喻为

“掀桌子”——底气来自 12 英寸规模效

应、良率提升与供应链本土化三者叠加：

综合成本节约 10%至 30%，开发周期从

24至 36个月压缩至 6至 12个月，交付周

期从12至16周缩短至4至6周。

闭环之后：从“活下来”到“过好生活”
按最新规划，2026 年四季度进入产

能爬坡期，明年二季度目标恢复至断

供前约七成，三大产品线实现 100%自

主 可 控 。 目 前 12 英 寸 晶 圆 良 率 约

93%，达到风险量产标准；上海合作晶

圆厂年底若实现月产能 5 万片，可覆盖

原德国工厂 8 英寸供应量，满足约 1000
亿颗年度需求。

需求端同样看好：AI服务器对功率

器件需求密度约为传统服务器 4 倍；汽

车单车用量正从燃油车约 1000 颗向智

能电动车 3000 至 5000 颗迁移。公司正

协同开发车规级 40V V-BCD、120V 高

压BCD等工艺平台。

“先活下来，再过好生活。”这家遭遇

泛政治化打压的中国半导体龙头，正试

图用一块 12英寸晶圆，重新定义自己在

全球功率半导体格局中的位置。

风暴另一端，安世荷兰 9 月 17 日与

印度塔塔电子签约，将利用其 300 毫米

晶圆厂及封测产能。业内人士判断，印

度新建产能最快要到 2028 年才能形成

有效供给。

从被断供到“掀桌子”：安世中国的12英寸突围


